
デバイスソリューション 

（2018年 10月現在）

富士通セミコンダクターグループの概要

デバイスソリューションはLSI事業と電子部品事業から構成されています。
LSI事業は、富士通セミコンダクターグループで
①  高書換え耐性、低消費電力を特長とし、省エネ社会に最適なFRAM（強誘電体メモリ）を中心としたシステ
ムメモリ事業
②  窒化ガリウムの量産技術を世界で初めて確立したウェハファウンドリ事業
③  富士通グループ製品、他の国内・海外メーカーの豊富な電子デバイス製品やソリューションを国内はもと
より米州、欧州、アジア地域のグローバルなお客様に提供する販売事業

の3つを核に事業を展開しています。
電子部品事業は、上場子会社である新光電気工業などを中心に、急速な市場拡大が見込まれる IoT関連など、
高機能半導体へのニーズがさらに高まることが想定される分野において、新商品の事業化を図るべく、マーケ
ティング機能、開発機能の充実および技術領域の拡充に努め、新たな需要獲得に注力しています。
また、LSI事業、電子部品事業ともに継続的に構造改革を進めています。
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•富士通セミコンダクターテクノロジから200mm
前工程製造ラインを引き継ぎ、ファウンドリ事業
を展開。

•2014年にONから10%の出資を受け入れ。2017年
10月にONの主旨比率を40％に、2018年10月1日
より60%に引き上げ、非連結化。

（注）
FSL：富士通セミコンダクター
FEI：富士通エレクトロニクス
DBJ：日本政策投資銀行
UMC：United Microelectronics Corporation
ON：ON Semiconductor

•FSLとパナソニックのシステ
ムLSI事業を統合し、DBJから
の出資を受けて事業を開始。

•システムLSIの設計・開発など
を手掛けるファブレス形態。
成長分野に重点的に取り組
みグローバルな企業に成長
していくことにより、数年後
の株式公開を目指す。

•議 決 権 比 率：富 士 通40%、
DBJ40%、パナソニック20%。

•FSLから150mm前工程製造ラインを
引き継ぎ、GaNパワーデバイスなどの
ファウンドリ事業を展開。

•2017年7月1日、TPH-A社から49%の出
資を受ける。

•会津2社の持株会社

•FSLから三重工場300mm
前工程製造ラインを引き
継ぎ、ファウンドリ事業を
展開。

•UMCから15.9%の出資お
よび40nmテクノロジのラ
イセンス供与を受ける。

TPH-A：Transphorm Aizu
AFSL：会津富士通セミコンダクター
AFSW：会津富士通セミコンダクターウェハーソリューション
MIFS：三重富士通セミコンダクター

※1：2019年1月1日にUMCが100%取得予定
※2：2019年1月1日に加賀電子㈱が70%取得予定

2019年1月1日以降、FSLが過半数：FSL、会津HD AFSL、会津150mm AFSW

2019年1月1日以降、FSLが半数以下：FEI

2019年1月1日以降、FSLの出資比率がゼロ
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